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Abstract (en)
The device has an insulating frame (1) and at least one contact plate (2) held by the frame and on which the heating elements can be placed. The
contact plate is held in the frame in a force-locking manner. The contact plate is completely covered by the frame at least in a limited section of its
length. The plate is held in grooves in longitudinal frame struts (1.1) over most of its length. An independent claim is also included for the following: a
heating device and a heating element.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufnahme von Keramik-Heizelementen (PTC-Elementen, Kaltleitern) in einer
Heizvorrichtung, mit einem isolierenden Rahmen und mindestens einer durch diesen gehaltenen Kontaktplatte, auf der die Heizelemente
auflegbar sind. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontaktplatte kraftschlüssig im Rahmen gehalten ist. Das
erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest auf eine einer Aufnahmeseite für die Heizelemente abgewandten Seite
einer Kontaktplatte eine Schicht aus folgenden Materialien aufgespritzt oder aufgesprüht wird: Kunststoff, Polymerkeramik, Keramik <IMAGE>
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